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Multi-optische Sensorik fir die Lasermikrobearbeitung

Motivation

Es gibt keine zufriedenstellende Multi-Sensorik am Markt
der Lasermikrobearbeitung, die Prozesszustinde in
Echtzeit aufnimmt und zur Steuerung und Regelung der
Prozesse beitrégt, wie sie z.B. in der moderne Leiterplat-
tenfertigung benotigt werden. Die Anforderungen in der
Kupferstrukturierung beziiglich Fiillgrad und selektiver
Bearbeitung der Leiterplatte sind hier im Vergleich zur
bestehenden Atztechnik sehr hoch. Die Leiterplatten-
Fertigung der Zukunft, z.B. fir innovative Drehmoment-
sensoren im Bereich der Mobilitit, benétigen aber genau
diese Spezifikationen, um Funktion, Qualitit und Preis
wettbewerbsfihig zu halten.

Ziele und Vorgehen

Um eine tiberlegene Prozessqualitit mit den entspre-
chenden Zielparametern und eine benutzerfreundliche
Prozessierung zu erreichen, umfasst der innovative
Ansatz die Identifizierung relevanter Sensorkonzepte,
das Erforschen und Feature design der kreuzkorrelier-
ten Sensorsignaturen sowie die Entwicklung von
Datenbereinigungsverfahren zur Ermoglichung und
Entwicklung einer echtzeitfihigen Prozesskontrolle.
Die erreichte Prozesssicherheit wird anhand eines in
der Leiterplattenfertigung nachgefragten Laserprozes-
ses demonstriert, der zu disruptiver Forschung an
neuen leiterplattenbasierten Drehmomentsensoren
fiihren soll.

Innovation und Perspektiven

Die neue multi-optische Sensorik und die echtzeitfihige
Steuerung von komplexen Laserfertigungsanlagen wird
es ermoglichen, wettbewerbsfihige Produkte der
Zukunft herzustellen, die in Funktion, Qualitit und
Preis tiberzeugen. Die Sensorik stellt hierbei die erfor-
derliche Prozesssicherheit fiir innovative Fertigungsver-
fahren auch fir kleine Prozessfenster her, die den
spezifischen Anforderungen der hochprizisen Hochge-
schwindigkeits-Mikrostrukturierung von dielektrischen
und metallischen Materialien fiir Anwendungen der
Mikroelektronik geniigen.
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